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Abstract (en)
The grouting device (1) comprises a device (2) for applying the grouting or pointing material combined with a device (4) for applying the separating
agent. It can also incorporate a device (17) for stripping or pointing the joint. The two or where applicable three devices are arranged in series. The
devices for applying the grouting and separating agent have nozzles whilst the device for stripping the freshly grouted joint consists of soft plastics to
adapt to the shape of the joint. The device has a guide wheel (19) for running along the joint.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verfugungsvorrichtung (1) zum kombinierten Aufbringen von Verfugungsmaterial (3) in Fugen und Aufbringen
von Trennmittel (5) auf die frisch verfugte Fuge, umfassend eine Einrichtung (2) zum Aufbringen von Verfugungsmaterial und eine Einrichtung (4)
zum Aufbringen von Trennmittel. Die vorliegende Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung (21) zum kombinierten Aufbringen von Verfugungsmaterial
(8) in Fugen und anschlieBendem Aufbringen von Trennmittel (5) auf die frisch verfugte Fuge, umfassend zwei im wesentlichen getrennte
Behéltnisse (14a, 16a), wobei ein Behaltnis (16a) Verfugungsmaterial, das andere Behéltnis (14a) Trennmittel enthélt. Die vorliegende Erfindung
betrifft ferner einen Kit, bestehend aus zwei im wesentlichen getrennten Behaltnissen, wobei ein Behéltnis (16, 16a) ein Verfugungsmaterial (3), das
andere (14, 14a) ein Trennmittel (5) enthalt. Die vorliegende Erfindung betrifft ferner eine Verwendung einer Doppelspritze zum getrennten Auftragen
von Verfugungsmaterial (3) und Trennmittel (5) auf Fugen.
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